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富威集團成立於1995年，並於2005年成為大聯大集團成員。身為專業的半導體及電子零件通路商，富威的產品應用遍及個人電

腦、網路通訊、多媒體應用及消費性電子等領域，提供高科技產品研發、技術支援，以及系統軟硬體整合等高附加價值服務，與
合作夥伴共同開拓商機。

我們深耕於亞太及大中華區(包含中國、香港、台灣及南亞)的業務行銷，技術支援，及倉儲物流管銷，提供合作夥伴從產品開發
到量產交貨，資源整合的解決方案。歡迎造訪富威集團官網：http://www.Rich-Power.com.tw。

台灣區授權代理產品線一覽

實際代理區域依各產品線供應商授權內容而定
依產品線英文字母排序

Aptina
．CMOS Image Sensor

．Fingerprint Sensor

APEC
．MOSFET
．LDO

Summit
．Power Management IC
．Battery Charger IC
．PWM IC

Peregrine
DSA, RF Switch 

．Networking,LCD controller

．Embedded CPU ．WLAN 
Quantenna

ALi
．NB Cam 

Amimon
．WHDI ．Audio Codec

Invensense
．Gyro Sensor

．G-Sensor

．Clock Gen,HDMI,Telecom IC
．SAW Filter

KAHO
． Crystal&Oscillator

Leadcore
．TD SCDMA BB 

TTM
．Flat Heat Transmitter
．Thermal Pad 

SMSC
．USB HUB/PHY
．USB to LAN

IDT

TranSwitch

Huawei

DisplayPort 
HDMI

．
．

3G Module 
LTE Module 

．

．

．



RPg Categories

Territory Taiwan V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

China V V V V V V V V V V V V V V V V

Singapore V V

Vietnam V
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Memory MCP V

Multimedia V V

NB Cam V

PC Chipset V

LAN V

WLAN V V

WHDI V

UWB V

3G Module V

LTE Module V

Audio IC V V V

MP3 SoC V

Photo Frame V

Card Reader V

Switch V V

XDSL V

Telecom IC V

MCU V

Wireless V

USB V

STB V V V

Digital IC Clock Generator V V V

LCD Controller V

DisplayPort V

HDMI / HDCP V V

Analog IC Power Management IC V V

MOSFET V

LDO V

Tuner Silicon Tuner V

Capacitive Touch
Sensor

V V

CMOS Image Sensor V

Infrared Sensor V

Finger Print Sensor V

Touch Screen Touch panel V

XOs/VCXOs V

Silicon Oscillators V

Jitter Attenuators V

V

V

ISOlators V

POE V

Accelerometer sensors V

Pressure sensors V

Gyro Sensor V

Passive Crystal&Oscillator V

MEMS

ISOlation &
Power

Sensor

Thermal Pad 

Flat Heat Transmitter

RPg Total Solution 

CPU

Clocks

Linear IC

ASSP
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